通     知

中華民國107年1月26日

聯絡人：周蘭嗣組長、沈枚翧專案組員
聯絡電話：271-7162
一、依據科技部106年12月12日科部工字第1061011848號函辦理，推動科技部徵求107年度「矽光子及積體電路」專案研究計畫，自即日起接受申請，有意申請者請於107年3月7日(星期三)下午5時前完成線上申請作業，並將申請書之第一頁送研發處，為避免影響老師權益，請準時上傳，逾期不予受理。
二、本專案計畫期以落實產學研密切結合之目標，故計畫團隊須邀請業界及法人單位參與規劃及執行，並於申請計畫時提供附件1(業界合作意願書及合作內容說明)及附件2(法人單位合作內容說明);另計畫書中須規劃研究項目及應用項目，且須針對各項核心技術，說明目前及計畫預定達成之技術成熟度(如附件3)及成果指標說明(如附件4);並請將附件1-4置於計畫書表CM03研究計畫內容最後。(詳參徵求公告）

三、申請人依規定於期限內至科技部網站線上製作計畫申請書。計畫類別請勾選「一般型研究計畫」、研究型別請勾選「整合型計畫」、計畫歸屬請勾選「工程司」、學門代碼請勾選E9854「矽光子及積體電路」專案研究計畫。製作完成後，並將申請書上傳後(校內截止日為107年3月7日(三)下午5時)請申請人通知本處學術發展組彙辦。

四、本案聯絡人：

1.科技部工程司 張庭軒先生，(02)2737-7437，tschang@most.gov.tw

2.科技部資訊小組，電腦系統操作問題：0800-212-058、02-2737-7590、7591、7592 ; misservice@most.gov.tw 
此  致

各學院、師資培育中心、語言中心
研究發展處   敬啟
